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Modulare Plattform fiir TSN-Elektroniken

» Das TSN-over-Ethernet-Paket basiert auf

der Hema Electronic Embedded-Vision-
Plattform mit AMD Kria System-on-Module
und einem dedizierten TSN-IP-Core von SoC-e.

Sehneller und einfacher

Time-Sensitive Networking ermoglicht Echtzeitanwen-
dungen iiber Ethernet-Netzwerke. Die Technologie ist
Grundlage fiir IT/0OT-Konvergenz und die Nutzung einer
gemeinsamen, flexiblen und skalierbaren Infrastruktur
fiir alle Datentibertragungen. Bis dato war die Entwick-
lung entsprechender TSN-Elektroniken zeitaufwendig
und teuer. Eine modulare Plattform soll jetzt kiirzere
Entwicklungszeiten ermdglichen, Kosten reduzieren
und das Designrisiko verringern.

ahlreiche industrielle Anwendungen erfordern Echt-

zeitdaten. Sie gewahrleisten vernetzten Geraten Infor-

mationen uber die Einhaltung maximaler Laufzeiten

sowie Zeitinformationen mit geringem Versatz zwi-
schen den einzelnen Knotenpunkten. Das ermdglicht eine ver-
besserte Synchronisierung und zeitgenaue Rickverfolgbarkeit,
z.B. zwischen Produktionsabldufen und Qualitatskontrolle. Im
Ergebnis flhrt das zu schnelleren Zykluszeiten und einer insge-
samt hoheren Produktivitat. In der Vergangenheit wurde die
Echtzeitfahigkeit durch proprietare Systeme und Protokolle und
oft Uber eine separate Verkabelung fir zeitkritische Informatio-
nen bereitgestellt. Diese Systemarchitektur ist jedoch mit Ein-
schrankungen der Netztopologie verbunden; alternativ muss
die Datenmenge der beteiligten Geréte pro Intervall stark be-

grenzt werden. AufRerdem limitiert die Trennung zwischen IT
und OT die Skalierbarkeit und Flexibilitat der Netzwerke und ver-
vielfacht den Aufwand flr Verkabelung und Wartung.

Ein Netzwerk fiir alle Daten

TSN Uberwindet diese Einschrankungen. Alle Informationen
sind im selben loT-Netzwerk und fiir alle angeschlossenen Ge-
rate sichtbar. Der Verkabelungsaufwand kann drastisch redu-
ziert werden, weil nur noch ein gemeinsames Kabel fir alle
Ubertragungsprotokolle zum Einsatz kommt. Time-Sensitive
Networking nutzt dafir virtuelle LANs in der Ethernet-Infrastruk-
tur und ermaoglicht so Determinismus fur ausgewahlte Daten-
strome. Verschiedene Datentypen kdnnen damit in einem ge-
meinsamen Netzwerk Ubertragen werden, ohne gegenseitig
Echtzeit-Eigenschaften zu beeintrachtigen. Das macht TSN zu
einer passenden Lésung, wenn Daten mit hoher Bandbreite —
z.B. Videodaten — parallel zu zyklischen Steuerungen, Manage-
ment-, Diagnose- und Uberwachungsanwendungen oder gleich-
zeitig zu Peer-to-Peer-Datenverkehr wie z.B. beim Software-
Download verarbeitet werden mussen.

Verkiirzt Entwicklungszeiten

Um alle Vorteile der Technologie nutzen zu konnen, bedarf es
Ethernet-Frontend-Geraten mit nativen TSN-Fahigkeiten. Um
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» Blockdiagram einer TSN-Demoanwendung: Time Sensitive Networking nutzt virtuelle LANs in der Ethernet-Infrastruktur und ermaglicht so
Determinismus fiir ausgewahlte Datenstrome. Verschiedene Datentypen konnen damit in einem gemeinsamen Netzwerk tbertragen.

deren schnelle und einfache Entwicklung zu ermaéglichen,
haben AMD, Hema und SoC-e ihr Knowhow in einem TSN-over-
Ethernet-Paket geblindelt. Es basiert auf der Embedded-Vision-
Plattform von Hema Electronic, mit AMD Kria System-on-Mo-
dule und einem dedizierten TSN-IP-Core von SoC-e. Mit der mo-
dularen Plattform kdnnen Kunden individuelle Mainboards nach
ihren Anforderungen spezifizieren. In nur wenigen Wochen er-
halten Anwender einen ersten seriennahen Prototyp ihrer Hard-
ware, der eine schnelle und einfache Entwicklung der Software-
anwendung und eine schnelle Serienqualifizierung ermaglicht.

Modulare Plattform fiir TSN-Elektroniken

Das Kria SOM liefert die Rechenleistung fiir die Plattform und
besteht aus programmierbaren FPGA SoCs sowie ARM Cor-
tex-A53- und R5F-Rechenkernen. Der Vorteil dieses heteroge-
nen Designs: Die FPGAs kdnnen zum einen die exakte Steue-
rung des Ausgangsverkehrs ibernehmen, inklusive taktge-
nauer Steuerung des Auslesens der Puffer fir abgehenden
Verkehr; aullerdem entlasten sie die weiteren Prozessoren, in
dem sie die sich wiederholenden Aufgaben des Data Link Lay-
ers Ubernehmen. Die ARM-Cores sind frei programmierbar und
konnen anwendungsspezifische Software ausflihren, mit per-
fektem Zugriff auf die zuvor TSN-verarbeiteten Daten aus dem
FPGA. Die Kria SoMs wurden fur Kl-Unterstitzung entwickelt
und ermdglichen die Nutzung rechenintensiver Technologien
wie Machine Vision und Vision Al.

SOM, Mainboard
und IP-Cores abgestimmt

Speziell angepasst an die Kria SoMs und die Embedded-Vision-
Plattform hat SoC-e, Anbieter von FPGA-basierten Ethernet-
Kommunikationslosungen, IP-Cores speziell fir TSN-Anwen-
dungen entwickelt. Diese IP-Cores wurden fiir den Einsatz in kri-
tischer Infrastruktur konzipiert und bieten ein Hochstmaf an
Skalierbarkeit, Interoperabilitdt und Ausfallsicherheit. Sie be-

wahren sich in zahlreichen Anwendungen, von der Industrieau-
tomatisierung tber Energienetzwerke bis hin zu Verteidigungs-
und Raumfahrtanwendungen. Das TSN-Portfolio von SoC-e
reicht von einfachen TSN-Endpunkten (mit einer oder zwei
Ethernet-Schnittstellen, um Redundanz zu gewahrleisten) bis
hin zu komplexeren TSN-Switches mit mehreren Ports und un-
terschiedlichen Datenraten, skalierbar von Fast Ethernet bis hin
zu 10GBit-Schnittstellen. Die IPs sind hochgradig konfigurierbar
in Bezug auf Funktionen, Konfiguration und verfiighare TSN-
Standards. Damit konnen sie an die spezifischen TSN-Profile
der Zielanwendung angepasst werden. Die Verwendung einer
ebenfalls einfach konfigurierbaren Technologie wie der AMD
Kria SOMs und die modulare Embedded-Vision-Plattform fir in-
dividuelle Elektronikdesigns sind eine ideale Basis dafur.

Zukunftssichere TSN-Gerate entwickeln

Durch die Konvergenz von IT- und OT-Netzwerken und die Zu-
sammenfihrung aller Datenstrome in einer gemeinsamen
Ethernet-Infrastruktur ermdglicht TSN ein Hochstmal an Flexi-
bilitat und Skalierbarkeit, von der industriellen Automatisierung
und dem Fabrikdesign Uber datenintensive medizinische An-
wendungen bis hin zu Qualitatssicherungslosungen, Rundfunk-
geraten oder Fahrzeugsystemen fir Fahrerassistenz, Kommu-
nikation usw. Durch den Einsatz der AMD Kria SOMs mit ihren
hardwarebasierten TSN-Funktionen, den dedizierten SoC-e IP-
Cores und der modularen Designplattform von Hema Electronic
konnen Kunden ihre individuellen TSN-Anwendungen und Elek-
troniken intelligent, schnell und kostenginstig entwickeln. Sie
profitieren von einem perfekt abgestimmten Okosystem, kurzen
Entwicklungszeiten und langfristiger
Verfligharkeit sowie industrietauglicher
Qualitat aller Komponenten. |
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